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Lehimli Elektrikli ve Elektronik
Takimlarin Gereklilikleri

1.0 GENEL

1.1 Kapsam Bu standart lehimli elektrikli ve elektronik takimlarin {iretilmesi igin gerekli malzemeler, metodlar ve kabul kriterlerini
tanimlamaktadir. Bu dokiimanin amaci, tiriinlerin {iretimi esnasinda proses kontrol metodolojisine bagli kalarak uygun kalite
seviyelerini garanti etmektir. Malzeme yerlestirilmesi veya elektriksel baglanti olusturmak igin flaks veya lehim uygulanmasinda
kullanilan herhangi bir prosediirii hari¢ tutmak, bu dokiimanin amaci degildir.

Bu dokiimanda tanimlanan lehimleme operasyonlari, techizat ve kosullar, Tablo 1-1’de listelenen standartlara uygun olarak
tasarlanan ve tretilen elektrikli/elektronik devreleri temel almaktadir.

Tablo 1-1 Tasarim, Uretim ve Kabul Edilebilirlik Spesifikasyonlari

Kart Tipi Tasarim Uretim/Kabul Edilebilirlik Standardi
Genel Gereklilikler IPC-2221 IPC-6011
IPC-6012
Kati Baski Devre Kartlari IPC-2222 IPC-A-600
Esnek Devreler IPC-2223 IPC-6013
IPC-2222
Kati Esnek Kartlar IPC-2223 IPC-6013

1.2 Amac Bu standart lehimli elektrikli ve elektronik takimlarin iiretilmesi i¢in malzeme gereklilikleri, proses gereklilikleri ve
kabul kriterlerini tanimlamaktadir. Bu dokiimanda belirtilen tavsiyeleri ve gereklilikleri daha bitiinsel bir sekilde anlayabilmek
icin, bu dokiiman IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 ve IPC-A-610 dokiimanlariyla birlikte kullanilabilir. Standartlar, ek dokiimanlarin
kullanimin1 da igerecek sekilde herhangi bir zamanda giincellenebilir. Ek dokiimanlarin veya daha yeni revizyonlarin kullanimi
otomatik olarak gerektirilmez.

1.3 Siniflandirma  Bu standart, elektrikli ve elektronik takimlari son iiriin kullanim amacina gére olusturulan siniflandirmaya bagl
olarak ayirt etmektedir. Uriinlerin iiretilebilirligi, karmasiklig1, fonksiyonel performans gereklilikleri ve dogrulama (denetleme/
test) siklig1 gibi farkliklarini yansitan ii¢ genel son iiriin sinifl olusturulmustur.

Bu standardin kullanimu iiriiniin ait oldugu sinif iizerinde anlasmaya varilmasini gerektirir. Uriin smifi tedarik dokiiman paketinde
belirtilmelidir. Kullanic1 kabul sinifin1 belirlemez ve dokiimante etmezse, Uretici bunu belirleyebilir.

SINIF 1 Genel Elektronik Uriinler

En 6nemli gerekliligin tamamlanmis takimin islevi oldugu uygulamalar i¢in uygun olan iiriinleri igerir.

SINIF 2 Amaca Yénelik Elektronik Uriinler

Stirekli performans ve uzun omiirliiliiglin gerekli oldugu, kesintisiz hizmetin istenilir olup kritik 6nem tasimadig tiriinleri icerir.
Genel olarak, son kullanim ortami arizalara yol agmaz.

SINIF 3 Yiiksek Performansli/Zorlu Gevre Kosullari igin Elektronik Uriinler

Yasam destek tiniteleri veya diger kritik sistemler gibi siirekli yiiksek performansin veya istek tizerine performansin kritik dnem
tasidig1, ekipmandaki aksaklik siirelerinin tolere edilemeyecegi, son kullanim ortaminin olagandisi bigimde zorlu olabilecegi ve
ekipmanin gerektigi zaman ¢alismak zorunda oldugu iirtinleri igerir.

1.4 Olciim Birimleri ve Uygulamalan Bu dokiiman; ASTM SI10-10, IEEE/ASTM SI 10, Béliim 3’e uygun olarak Uluslararasi
Sistem Birimleri’ni (SI) kullanmaktadir [ingiliz 6lgiim sistemindeki esdegerleri parantez icinde verilmistir]. Bu dokiimanda
kullanilan SI birimleri; boyutlar ve boyutsal toleranslar i¢in milimetre (mm) [in¢]’dir, sicaklik ve sicaklik toleranslari i¢in Celsius
(°C) [°FT’dur, agirlik igin gram (gr) [ons]’dir ve aydinlatma i¢in liks (Ix) [ayak-mum]‘tiir.

Not: Bu standart, 6n tarafa gelen sifirlart elimine etmek i¢in diger SI dneklerini (ASTM SI10, Boliim 3.2) (6r, 0,0012 mm yerine
1,2 um) veya On’un katlar1 i¢in alternatifleri (3,6 x 10> mm yerine 3,6 m) kullanmaktadir.
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1.4.1 Boyutlarin Dogrulanmasi Belirlenmis parca montaji ve lehim dolgusu boyutlariin gercek dlgme ile yiizdelerinin belirlenmesi
hakemlik diginda gerekli degildir. Bu standarttaki spesifikasyonlara uygunlugu saglamak icin ASTM E29’un yuvarlama yontemine
uygun olarak spesifikasyon limitini ifade etmekte kullanilan tiim 6l¢iilen veya hesaplanan degerlerin en son sag basamagini “en
yakin birime” yuvarlayiniz. Or. maks. 2,5 mm, maks. 2,50 mm veya maks. 2,500 mm spesifikasyonu icin sirastyla dlciilen degeri
en yakin 0,1 mm, 0,01 mm veya 0,001 mm degerine yuvarlaymiz ve spesifikasyonda belirtilen deger ile karsilastiriniz

1.5 Gerekliliklerin Tanimlanmasi Elektrikli veya elektronik bir takimdaki malzemeler, hazirlik, siire¢ kontrolii veya kabul
edilebilirlik igin bir gereklilik oldugunda bu dokiimanin metin kisimlarinda “-meli,-mal” eki veya olumsuzu kullanilmaktadir.

Bu standartta “-meli,-mal1” eki kullanildiginda, her sinif i¢in gereklilikler bu ekin hemen sonrasinda koseli parantezler icerisinde
yeralmaktadir.

= Bu Smif igin bir gereklilik tanimlanmamistir ancak Kullanici ile Uretici arasinda belirlenen farkli bir kritere gereksinim
duyulabilir.

= Kabul Edilebilir

= Proses Gostergesi

= Kusur
Ornekler:

[A1P2D3], Sinif 1 i¢in Kabul Edilebilir, Sinif 2 i¢in Proses Gdostergesi ve Sinif 3 i¢in Kusur’dur.
[N1D2D3], Sinif 1 i¢in Gereklilik Tanimlanmamistir, Sinif 2 ve 3 i¢in Kusur’dur.

[A1A2D3], Smif 1 ve 2 igin Kabul Edilebilir, Sinif 3 i¢in Kusur’dur

[D1D2D3], tiim Smiflar i¢in Kusur’dur
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Koyu renkli olmayan
yansitmaktadir.

‘“meli/mali” eki oneriler ile sadece rehberlik etmek amaciyla genel endiistri pratik ve prosediirlerini

Burada gosterilen cizimler ve resimler bu standardin yazih gerekliliklerinin aciklanmasina yardimci olmak amaciyla
gosterilmektedir. Metinler resimlere gore onceliklidir.

Bu standarda yardimci kitap olan IPC-HDBK-001 bu standart ile iliskili IPC Teknik Komiteleri tarafindan derlenmis agiklayici ve
egitsel bilgileri icermektedir. El Kitab1 standardin bir parcasi olmamasina ragmen, standarttaki yazilarda bir karisiklik oldugunda
okuyucu kendisine asistanlik etmesi i¢in El Kitabi’na bagvurabilir.

1.5.1 Donanim Kusurlari ve Proses Gostergeleri Bu standardin gereklilikleri ile uyumlu olmayan donanim o6zellikleri veya
durumlar1, donanim kusurlar1 veya donanim proses gostergeleri olarak siniflandirilir.

Kusur, takimin kendi son kullanim ortamindaki veya iiretici (bknz. 1.8.8) tarafindan tanimlanan diger risk faktorlerindeki bicim,
uygunluk veya iglevinin yeterli olmadig1 durumdur. Kusurlar; {iretici tarafindan tasarim, servis ve miisteri gereklilikleri g6z 6ntine
almarak tanimlanmahdir [D1D2D3], dokiimante edilmelidir [D1D2D3] ve karara baglanmahdir [D1D2D3].

Proses Gostergesi (kusur degildir) malzeme, techizat, operasyon, isgilik veya proseslerdeki varyasyonlar olarak nitelenebilen,
ancak bir {irlinlin bigim, uygunluk veya islevini etkilemeyen bir durumdur. Bu standartta belirtilen tiim proses gostergeleri not
edilmemistir. Donanim proses gostergesi verileri izlenmelidir, ancak donanimin sorununun karara baglanmasi gerekmemektedir.

Uriine 6zgii ilave veya 6zgiin kusur kategorilerinin belirlenmesi Kullanic1’nin sorumlulugundadir. Montaj prosesine dzgiin kusur
veya proses gostergelerinin tanimlanmasi Uretici’nin sorumlulugundadir, bknz. 1.5.3 Ozel Teknolojiler icin Prosediirler.

1.5.2 Malzeme ve Proses Uyusmazhg: Malzeme ve proses uygunsuzluklari donanim kusurlari veya donanim proses gostergelerinden
farklidir, 6yle ki malzeme/proses uygunsuzlugu donanimin goriiniimiinde apagik bir degisiklige sebep olmaz fakat donanimin
performasina etki edebilir; or. lehimdeki kirlilikler, uygun olmayan lehim alasimi (her bir miihendislik ¢izimi igin) gibi.

Bu standardin gereklilikleri ile uyumlu olmayan malzeme veya proses ile iiretilen donanim Kusur olarak simiflandirilmahidir
[D1D2D3] ve karara baglanmahdir [D1D2D3]. Bu karar, giivenilirlik ve tasarim omri (uzun omirliiliik) gibi donanimin
fonksiyonel yetenegi lizerindeki uygunsuzlugun potansiyel etkisini ele almahdir [D1D2D3].

1.5.3 Ozel Teknolojiler i¢in Prosediirler Endiistride fikir birligine varilmig bir standart olarak bu dokiiman rnegin manyetik sarimlar,
yiiksek frekans, yiiksek voltaj vb. gibi tiim olas1 bilesenleri ve {irlin tasarim kombinasyonlarini ele alamaz. Yaygin olmayan veya
0zel teknolojiler kullanildiginda tek bir proses ve/veya kabul kriterinin gelistirilmesi gerekli olabilir.
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